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Abstract (en)
The fixing method is used for attaching a connection element (3) to the end of a HF cable (1), with a humidity-tight seal between the connection
element and the cable provided by a sealing material (15) between a metal contact (11,12) and the cable conductor (7) and between the contact
and the cable insulation mantle (10). A dual-component sealing material is used, its volume increased after assembly of the metal contact, for filling
the hollow spaces between the contact and the cable conductor and between the contact and the cable insulation mantle.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum feuchtigkeitsdichten Anbringen eines Verbindungselements (3) an einem Hochfrequenzkabel (1) angegeben, das
zumindest einen rohrförmigen elektrischen Leiter (7) aufweist, der von einem aus Isoliermaterial bestehenden Mantel (10) umgeben ist. Dabei wird
zunächst das Ende des Leiters (7) vom Mantel (10) befreit. Danach wird ein buchsenförmiges, metallisches Kontaktteil an diesem Ende des Leiters
(7) elektrisch festgelegt. Zwischen Kontaktteil und Leiter (7) einerseits sowie Kontaktteil und Mantel (10) andererseits ist ein abdichtendes Material
angebracht. Als abdichtendes Material wird ein aus mindestens zwei Komponenten bestehendes Dichtmaterial (15) verwendet, das nach Montage
des Kontaktteils (11,12) sein Volumen derart vergrößert, daß der umlaufende Hohlraum zwischen Kontaktteil (11,12) und Leiter (7) sowie zwischen
Kontaktteil (11,12) und Mantel (10) zumindest im Übergangsbereich vom Leiter (7) zum Mantel (10) durch dasselbe ausgefüllt wird. <IMAGE>
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